
製品説明

 
• 100％真新しい高品質!!
• ロジンフラックスは、はんだ付けを容易にするために使用されます。
• それは、はんだが強力で長持ちする機械的および電気的結合を生成することを可能にする金属酸化をきれいにし、防止します。
• また、湿潤剤としても機能し、はんだの流れとはんだ付けプロセスの効率を向上させます。
• 携帯電話、PCカード、その他の高度な電子チップレベルのフラックス溶接に最適です。

仕様書

製品：BST-706
融点：138℃
重さ：500g
成分：Sn99％、Cu0.7％、Ag0.3％










